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(57)摘要

本实用新型公开了一种芯片真空压膜装置，

包括滑动台部，滑动台部包括基板和设置在基板

上端面的滑动驱动件，滑动驱动件上设有用于压

膜的负压下槽块件，基板的两端设有用于对负压

下槽块件进行定位的限位件；压台部，压台部包

括设置在基板上端面后端的支撑台和设置在支

撑台上的上压槽件；优点：通过机械压膜，贴合紧

密，提高了密封性，更加利于进行抽真空，且用于

放置芯片的下槽块能够进行前后移动，能够从压

台部的下方移出，方便将压膜完成后的芯片从下

槽块上取出。
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1.一种芯片真空压膜装置，其特征在于：包括

滑动台部（100），滑动台部（100）包括基板（110）和设置在基板（110）上端面的滑动驱动

件（120），滑动驱动件（120）上设有用于压膜的负压下槽块件（130），基板（110）的两端设有

用于对负压下槽块件（130）进行定位的限位件（140）；

压台部（200），压台部（200）包括设置在基板（110）上端面后端的支撑台（210）和设置在

支撑台（210）上的上压槽件（220）。

2.根据权利要求1所述的一种芯片真空压膜装置，其特征在于：所述滑动驱动件（120）

包括设置在基板（110）上端面中间的电动丝杆（121）和设置在基板（110）上端面两侧的定位

杆（122），滑动座螺纹连接在电动丝杆（121）上，滑动座的底面与基板（110）贴合，滑块（123）

滑动连接在定位杆（122）上。

3.根据权利要求2所述的一种芯片真空压膜装置，其特征在于：所述电动丝杆（121）与

定位杆（122）平行。

4.根据权利要求2所述的一种芯片真空压膜装置，其特征在于：所述负压下槽块件

（130）包括设置在滑动座上表面的下槽块（131），下槽块（131）的两侧下表面与滑块（123）连

接，下槽块（131）内设有用于放置芯片的槽位（132），下槽块（131）的一侧外壁设置真空泵

（133）。

5.根据权利要求1所述的一种芯片真空压膜装置，其特征在于：所述限位件（140）包括

支撑框架（141），支撑框架（141）设置在基板（110）上端面的前后两端，支撑框架（141）上设

置缓冲限位器（142）。

6.根据权利要求1所述的一种芯片真空压膜装置，其特征在于：所述支撑台（210）包括

设置在基板（110）上的多根支撑柱（211），所有支撑柱（211）的上端与台板（212）连接，滑板

（213）滑动连接在支撑柱（211）上。

7.根据权利要求6所述的一种芯片真空压膜装置，其特征在于：所述上压槽件（220）包

括设置在台板（212）上的气压缸（221），气压缸（221）的伸缩端设置连接轴（222），连接轴

（222）与滑板（213）上端面连接，滑板（213）的下端面设置上槽块（223）。
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一种芯片真空压膜装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及覆膜技术领域，具体为一种芯片真空压膜装置。

背景技术

[0002] 压膜通常是指将薄膜压合到基材，现有的压膜装置通常在真空腔部定位膜片和基

材，然后在真空环境下进行压膜。  中国专利公开号：CN212991052U，公开了一种芯片制造真

空覆膜装置，包括工作台、压膜框架和抽气腔，所述工作台内部开设有抽气腔，所述抽气腔

底部通过螺纹槽连接有三通阀，所述三通阀底部一端通过螺纹槽连接有电磁阀，所述工作

台底部一端通过安装架安装有抽气泵，所述工作台顶部开设有预留槽，所述预留槽底部开

设有芯片槽，所述芯片槽两侧通过安装槽安装有网板。但上述装置在使用种存在以下缺陷：

[0003] 1 .将芯片放置在工作台的芯片槽内，通过人工下移压膜框架进行覆膜操作，采用

人工下压密封性低。

[0004] 2.压膜完成后，压膜框架位于工作台上方，取出芯片使操作不方便。

实用新型内容

[0005] 本实用新型所要解决的技术问题是现有覆膜操作采用人工下压密封性低，且压膜

完成后，取出芯片时操作不便；针对所述问题提出一种芯片真空压膜装置，包括

[0006] 滑动台部，滑动台部包括基板和设置在基板上端面的滑动驱动件，滑动驱动件上

设有用于压膜的负压下槽块件，基板的两端设有用于对负压下槽块件进行定位的限位件；

[0007] 压台部，压台部包括设置在基板上端面后端的支撑台和设置在支撑台上的上压槽

件。

[0008] 本实用新型的技术方案，通过将负压下槽块件的下槽块与电动丝杆上的滑动座连

接，使得下槽块能够在基板上前后移动，在进行压膜时，电动丝杆带动下槽块移动到压台部

的下方，压膜完成后，电动丝杆带动下槽块从压台部的下方移出，方便将压膜完成后的芯片

从下槽块上取出；通过将气压缸安装在支撑台的上端，并将气压缸的伸缩端通过连接轴与

滑板连接，且上槽块安装在滑板的下端面，气压缸带动滑板下移，使得上槽块紧密压合在下

槽块上，与传统的人工下压相比，压合度更高密封性更好，更加利于真空泵进行抽真空处

理。

[0009] 对本实用新型技术方案的优选，所述滑动驱动件包括设置在基板上端面中间的电

动丝杆和设置在基板上端面两侧的定位杆，滑动座螺纹连接在电动丝杆上，滑动座的底面

与基板贴合，滑块滑动连接在定位杆上，电动丝杆驱动滑动座前后移动，滑块进一步辅助，

防止与滑动座连接的结构在移动中产生晃动导致错位。

[0010] 对本实用新型技术方案的优选，所述电动丝杆与定位杆平行，定位杆与电动丝杆

延伸方向相同，装置能够正常运行。

[0011] 对本实用新型技术方案的优选，所述负压下槽块件包括设置在滑动座上表面的下

槽块，下槽块的两侧下表面与滑块连接，下槽块内设有用于放置芯片的槽位，下槽块的一侧
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外壁设置真空泵，下槽块在滑动座上滑动，既便于完成压膜，完成后向前移动也便于取出芯

片，真空泵用于形成真空环境。

[0012] 对本实用新型技术方案的优选，所述限位件包括支撑框架，支撑框架设置在基板

上端面的前后两端，支撑框架上设置缓冲限位器，限位件用于限定位置，使负压下槽块件与

上压槽件在垂直方向对齐，便于后续完成压膜。

[0013] 对本实用新型技术方案的优选，所述支撑台包括设置在基板上的多根支撑柱，所

有支撑柱的上端与台板连接，滑板滑动连接在支撑柱上，支撑台用于支撑上压槽件，滑板可

沿支撑柱上下移动，使上压槽件与负压下槽块件贴合，在真空泵作用下形成真空腔。

[0014] 对本实用新型技术方案的优选，所述上压槽件包括设置在台板上的气压缸，气压

缸的伸缩端设置连接轴，连接轴与滑板上端面连接，滑板的下端面设置上槽块，气压缸为驱

动件，使其能够上下移动，上槽块与下槽块在气压缸作用下紧密贴合。

[0015] 本实用新型与现有技术相比具有的有益效果是：

[0016] 本实用新型的技术方案，通过将负压下槽块件的下槽块与电动丝杆上的滑动座连

接，使得下槽块能够在基板上前后移动，在进行压膜时，电动丝杆带动下槽块移动到压台部

的下方，压膜完成后，电动丝杆带动下槽块从压台部的下方移出，方便将压膜完成后的芯片

从下槽块上取出；通过将气压缸安装在支撑台的上端，并将气压缸的伸缩端通过连接轴与

滑板连接，且上槽块安装在滑板的下端面，气压缸带动滑板下移，使得上槽块紧密压合在下

槽块上，与传统的人工下压相比，压合度更高密封性更好，更加利于真空泵进行抽真空处

理。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型立体示意图；

[0018] 图2为本实用新型滑动台部立体示意图；

[0019] 图3为本实用新型压台部立体示意图；

[0020] 其中：100‑滑动台部、110‑基板、120‑滑动驱动组件、121‑电动丝杆、122‑定位杆、

123‑滑块、130‑负压下槽块件、131‑下槽块、132‑槽位、133‑真空泵、140‑限位件、141‑支撑

框架、142‑缓冲限位器、200‑压台部、210‑支撑台、211‑支撑柱、212‑台板、213‑滑板、220‑上

压槽件、221‑气压缸、222‑连接轴、223‑上槽块。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图1‑3，对本实用新型实施例中的技术方案

进行详细的描述。

实施例1

[0022] 如图1‑3所示，本实用新型系一种芯片真空压膜装置，包括：

[0023] 滑动台部100，滑动台部100包括基板110和安装在基板110上端面的滑动驱动件

120，滑动驱动件120上安装有用于压膜的负压下槽块件130，基板110的两端还设置有用于

对负压下槽块件130进行定位的限位件140；

[0024] 压台部200，压台部200包括固定设置在基板110上端一端的支撑台210和安装在支

撑台210上的上压槽件220。

说　明　书 2/4 页

4

CN 222939873 U

4



[0025] 如图2所示，滑动驱动件120包括电动丝杆121，电动丝杆121固定安装在基板110的

上端面中间，电动丝杆121的两侧设有定位杆122，定位杆122平行于电动丝杆121，固定安装

在基板110的上端面两侧。

[0026] 电动丝杆121上螺纹连接滑动座，滑动座的底面与基板110贴合，因此当电动丝杆

121启动后，滑动座会在电动丝杆121上移动，滑块123滑动连接在定位杆122上。

[0027] 负压下槽块件130包括下槽块131，下槽块131固定安装在电动丝杆121上的滑动座

上，下槽块131的两侧底部与滑块123固定连接，下槽块131为无盖盒状，其内部中间凸出形

成一个平台，平台上端面内凹形成用于放置芯片的槽位132，下槽块131的侧壁上固定安装

有真空泵133，真空泵133在进行压膜时对下槽块131内部进行抽真空形成负压。

[0028] 电动丝杆121启动后，下槽块131随滑动座一同移动，滑块123进一步辅助移动，防

止晃动，在进行压膜时，电动丝杆121带动下槽块131移动到压台部200的下方，压膜完成后，

电动丝杆121带动下槽块131从压台部200的下方移出，方便将压膜完成后的芯片从下槽块

131上取出。

[0029] 限位件140包括支撑框架141，支撑框架141固定安装在基板110的上端面前后两

端，支撑框架141上均固定安装有缓冲限位器142，缓冲限位器142能够在下槽块131移动时

进行限位，后端的限位件140使得下槽块131移动到上压槽件220下方时能够与上槽块223对

齐，便于完成压膜操作，前端的限位件140使得完成压膜的下槽块131移动至最外侧，便于取

出芯片。

[0030] 如图3所示，支撑台210包括台板212，台板212的底部四周通过焊接固定支撑住

211，支撑柱211的底部通过焊接固定在基板110的后端，滑板213的四周均穿过支撑柱211，

并可沿垂直方向上下移动。

[0031] 上压槽件220包括气压缸221，气压缸221的固定端安装在台板212上，气压缸221的

伸缩端与连接轴222固定连接，连接轴222与滑板213的上端面固定连接，在气压缸221的作

用下，可带动滑板213上下移动，滑板213的下端面固定安装有上槽块223。

[0032] 当负压下槽块件130在滑动驱动件120的作用下向后端移动，直到与后端的限位件

140贴合时，此时负压下槽块件130的下槽块131位于上压槽件220的上槽块223正下方，在气

压缸221的作用下，滑板213向下移动，将上槽块223压在下槽块131上，使其紧密贴合，与传

统的人工下压相比，压合度更高密封性更好，更加利于真空泵133进行抽真空处理。

[0033] 本实施例的一种芯片真空压膜装置使用方法如下：

[0034] 首先，通过启动电动丝杆121，带动负压下槽块件130向前移动，直到与前端的限位

件140贴合，将芯片放置在负压下槽块件130的下槽块131内部槽位132上，接着再次启动电

动丝杆121，带动负压下槽块件130向后移动，直到与后端的限位件140贴合，此时负压下槽

块件130的下槽块131位于上压槽件220的上槽块223正下方，接着启动气压缸221，使上槽块

223向下移动，并与下槽块131贴合紧密，然后启动真空泵133，对上槽块223和下槽块131之

间进行抽真空处理。

[0035] 完成真空压膜后，关闭真空泵133，注入空气使气压恢复正常，启动气压缸221，使

上槽块223向上移动，并同时启动电动丝杆121，使下槽块131向前移动，便于取出完成压膜

的芯片。

[0036] 以上实施例仅为说明本实用新型的技术思想，不能以此限定本实用新型的保护范
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围，凡是按照本实用新型提出的技术思想，在技术方案基础上所做的任何改动，均落入本实

用新型保护范围内。
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图 1
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图 2
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图 3
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